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Langzeitlagerung elektronischer
Komponenten

Das TAB-Verfahren stellt durch drastische Minimierung von Alterungs-
prozessen die Verarbeitbarkeit, Funktionalität und damit die Verfüg-
barkeit elektronischer Bauteile und Baugruppen bis zu 50 Jahre sicher.
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StetigeWeiterentwicklungundneueFea-
tures sorgen dafür, dass seitens der
Hersteller immer mehr elektronische

Bauteile binnen kürzester Zeit obsolet und
somit abgekündigt werden. Bedingt durch
die hohe Anzahl der Firmenzusammen-
schlüsse großer Halbleiterhersteller in den
vergangenen Jahren werden zudem immer
mehr Produktlinien zusammengeführt, was
die Zahl der Abkündigungen noch weiter
steigen lässt. Besonders Einkäufer und Ent-
wickler kennen das Problem: Bereits wäh-
rendder Entwicklungsphase oder schonkurz
nach der Markteinführung eines Produktes
sind bereits einzelne Komponenten einer
elektronischenBaugruppe abgekündigt und
esmüssen Entscheidungen hinsichtlich der
weiteren Vorgehensweise getroffenwerden,
umkünftig dieVersorgungmit Ersatzbautei-
len sicherstellen zu können. Soll ein Re-
design durchgeführt werden? Oder soll ein
LTB (Last-Time-Buy) die Verfügbarkeit der

benötigten Teile bis zum Serienende oder
zumindest bis zumnächstenProduktupdate
sicherstellen, umdanndirektmehrere obso-
lete Teile ersetzen zu können?
Viele Unternehmen haben auf die Proble-

matik reagiert und eine zuständige Stelle zur
Koordination von Obsoleszenz-Thematiken
eingerichtet. Sinnvollerweise ist dieseAbtei-
lungdirekt der Geschäftsleitungunterstellt,
da eine wirksame und sinnvolle Lösung nur
durch eine übergeordnete abteilungsüber-
greifende Instanz erreicht werden kann.
ZurVorbeugungundauch zurBearbeitung

von Obsoleszenzfällen ist zunächst eng mit
der Entwicklungsabteilung, dem Qualitäts-
management und dem Einkauf zusammen-
zuarbeiten.Hier gilt es die Bauteilemöglichst
so vorzugeben, dass eine Second-Source
verfügbar und eine Abkündigung unwahr-
scheinlich ist. Unter Zuhilfenahme geeigne-
ter Tools ist eine voraussichtlicheVerfügbar-
keit abschätzbar. Allerdings gilt zu beachten,
dass die Praxis, trotz detaillierter Vorhersa-
getools zur BewertungderVerfügbarkeit, oft
anders aussieht.
Daher sollten wichtige Ersatzkomponen-

ten, insbesondere für langlebige Produkte
und Investitionsgüter mit langer Nutzungs-

dauer, eingelagert werden, um jegliche Ge-
fahr einer mangelnden Ersatzteilverfügbar-
keit auszuschließen.
Doch selbst der Weg der Einlagerung be-

nötigter Teile birgt nicht zuunterschätzende
Risiken, danur ein qualifiziertes, speziell auf
dieKomponente zugeschnittenes Lagerungs-
konzept die Funktionalität undVerarbeitbar-
keit nach einer Lagerungszeit vonmehreren
Jahren sicherstellt.
Die vielfach verbreiteteMeinung, eine La-

gerung in Stickstoff-Drypacks oder Korrosi-
onsschutz-Folien stoppe die Alterungspro-
zesse ist falsch. In z.B. N2-Dry-Packs wird
durch den Stickstoff ausschließlich die Oxi-
dation reduziert, jedoch findet man in den
Stickstoff-Drypacks bei einem Standardver-
packungsprozess einen Sauerstoffanteil im
Prozentbereich. Dementsprechend ist sogar
die Wirkung der verminderten Oxidation
fraglich. Die relevanten Alterungsprozesse,
wie z.B. Diffusion oder auch Korrosionspro-
zesse durch ausgasendeSchadstoffe,werden
hierbei in keiner Weise reduziert.

Thermisch-Absorptive-Bega-
sung als Lösung
Zur Sicherstellung der langfristigen Ver-

fügbarkeit elektronischer Komponentenhat
die Firma HTV, einer der weltweiten Markt-
führer im Bereich Test, Bauteilprogrammie-
rung, Langzeitkonservierungund -lagerung,
Analytik sowie Bearbeitung elektronischer
Komponenten,mit der Thermisch-Absorpti-
ve-Begasung (TAB) einVerfahren entwickelt,
umdie Langzeitverfügbarkeit elektronischer
Komponenten mit der geforderten Qualität
sicherzustellen.
Das seit vielen Jahren auf dem Markt be-

währte und einmalige TAB-Verfahren ermög-
licht durch eine spezielle konservierende
sowie schadstoffeliminierende Atmosphäre
und spezifische Lagerbedingungen eine
drastischeReduzierungder entscheidenden
physikalisch-chemischenAlterungsprozesse
elektronischer Komponenten.

Bild 1:
Lagerdauer in Abhängigkeit
von der Lagermethode
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Diffusion, ein wesentlicher Alterungsfak-
tor, wird mithilfe von TAB durch geeignete
Veränderung der Lagerungstemperaturen
und der damit einhergehenden Erhöhung
der sogenannten Aktivierungsenergie stark
reduziert. Damit wird dasWachstum der in-
termetallischenPhase (Diffusion amBauteil-
anschluss) zwischen dem Kupfer aus dem
Inneren des Bauteilpins in das Zinn der Pin-
Oberfläche drastisch minimiert. Ebenfalls
findet durch TAB auch eine starke Verringe-
rung der Alterungsprozesse im Inneren des
Bauteils (Diffusion auf Chipebene) statt. Die
Korrosions- undOxidationsbildungwirdmit
gezielterAbsorption vonFeuchte, Sauerstoff
und materialabhängigen Schadstoffen na-
hezu vollständig und äußerst langfristig ge-
stoppt. Auch die Gefahren von Whiskerbil-
dungen (winzige, aus dem Material heraus-
wachsendeNadeln, die zuKurzschlüssen auf
Leiterplatten oder einzelnen Bauelementen
führen können) und Zinnpest werden be-
herrscht. Zusätzlich schützen mehrere
Schichten von verschiedenen bei HTV ent-
wickelten speziellenFunktionsfolien, indem
sie das Eindringen vonFremdstoffen verhin-
dern undAbsorbereigenschaften für die un-
terschiedlichsten Schadstoffe besitzen.
TAB verringert somit nahezu alle relevan-

ten Alterungsfaktoren. Je nachAusgangszu-
stand können elektronische Bauteile und
Baugruppen damit zurzeit bis zu 50 Jahre
eingelagert werden. Die Qualität, Verarbeit-
barkeit und Funktionalität und somit auch
die Ersatzteilverfügbarkeit elektronischer
Komponenten ist damit für mehrere Jahr-
zehnte sichergestellt.
Die Lagerung in Hochsicherheitsgebäu-

den, die sichdurchmassivenStahlbetonbau,
besondere brandverhindernde Atmosphäre
und aufwendige Alarm- und Kamera- Über-
wachungssysteme auszeichnen, bieten, ne-

ben optimierten Lagerungsbedingungen,
auch Schutz vor Diebstahl und Naturkatast-
rophen.

Alle relevanten Alterungspro-
zesse werden stark reduziert
Mithilfe vonTABkönnen imGegensatz zur

herkömmlichen Lagerung alle relevanten
Alterungsprozesse elektronischer Kompo-
nenten stark reduziert, zum Teil sogar ver-
hindert werden, was die Verarbeitbarkeit
und Funktionalität der Bauteile und Bau-
gruppen bis zu 50 Jahre sicherstellt.
Durch eine Einlagerungmit TAB ist es da-

mitmöglich, die durchdiemangelndeErsatz-
teilverfügbarkeit entstehendeVorsorgelücke
proaktiv zu schließen. Abkündigungen von
Ersatzteilen verlieren ihre Brisanz und im-
mense Kosten können eingespart werden.

// AG

HTV Halbleiter-Test & Vertriebs-GmbH

Bild 2: Vergleich der Lagerungsverfahren N2-Dry-Pack, Korrosionsschutz-Folie und TAB.
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Bild 3: Effektivität der TAB-Langzeitkonservierung
gegenüber einer herkömmlichen Stickstofflage-
rung: Während bei einer Standardlagerung eine
Zunahme der intermetallischen Phase, also der
Diffusion, von ca. 1 µm pro Jahr feststellbar ist,
lässt sich bei der Lagerung nach TAB nahezu kein
Phasenwachstum feststellen.
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Reinraumstation
� Reinraumklasse 5
� Geringe Investitionen,

ab EUR 2.300,-
� Tisch- oder Standgerät
� Einfachste Aufstellung Spetec GmbH

Berghamer Str. 2
85435 Erding

Tel.: + 49 8122 9953-3
Fax: + 49 8122 9953-55

E-Mail: spetec@spetec.de
www.spetec.de

Reinraumtechnik
für jeden Arbeitsbereich in
Industrie und Forschung!

Reinraumzelle
� Reinraumklasse A–D,

bzw. ISO Klasse 5–8

� Modular

� Flexibel

� Größe frei wählbar

CleanBoy®
Mini
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